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汉高为半导体封装、印刷电路板 (PCB) 组装提供优质的相容配套材料以及高

级焊接解决方案，是行业中全球领先并发展迅速的供应商。作为唯一的材料

开发商以及拥有封装生产和组装所需所有材料的广泛专业技术的配方设计师，

汉高为全球提供世界级材料产品、工艺技术和完整解决方案，以促进电子工

业的未来发展。

特别是塑封料，汉高公司在加利福尼亚的欧文市设立了产品开发和应用测试

设施，并在中国连云港汉高华威电子有限公司进行产品开发、应用测试和制造，

确保出色的材料质量，快速交货和无与伦比的生产能力。毫无疑问，汉高塑

封料可以提供满足当今严苛需求的先进材料特性。

汉高在超过 80 个国家设有直接代理。无论您在哪里，我们都能为您提供一致

的产品和杰出的技术支持，为您提供整合了世界最大专业化学品企业之一力

量和资源的知名专家的响应能力和便利性。全球影响力，本地连接 —— 这就

是汉高。
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从通孔即插分立元件到最先进的表面贴装器件，

汉高 Hysol 牌塑封料可提供出色的产品性能并

能为您提供您对材料技术界世界领导者所期望

的易用性。低应力、低吸湿性与高物理强度相结

合，汉高塑封料的所有产品均能确保无铅严苛需

求环境下高产量的最优化工艺。目前分立元件不

断变化需求的配方设计，Hysol 的高性能塑封料

可实现整套分立元件的制造值极限。铸模清洗之

前，随着循环次数加快，强大的工艺窗口且具

有 1000 次以上的运转能力，这些材料能实现预

期效果。对于更严苛的高压应用，Hysol 材料的

配方在高温条件下具有低介电性能。汉高还为

导热分立元件开发了具有优异导热特性的塑封

料，可提供高达 2.1 W/mK，甚至 3 W/mK 的导

热性。用于表面贴装引线框架设备的具有低吸

湿性和低应力特性的 Hysol 塑封料均通过了严

格的 JEDEC I 级 260℃测试。所有 Hysol GR 及

KLG 系列塑封料都是绿色环保材料，不含卤化

物且无铅兼容，满足 RoHS 要求，而且在高温

回流条件下仍具有出色性能。

对于 QFP、SOJ、SOIC、QFN、SOT 和 DPAK

的材料解决方案，Hysol 塑封料产品设计用于特

殊要求的封装并在各种引线框架表面具有杰出

的粘合力。

对于进行 BGA 和 CSP 等表面贴装层压封装的

封装专家而言，Henkel 采用独特灵活的固化剂

技术开发了一种具有广泛适用性的先进塑封料

材料。为确保高的可靠性，封装组装和随后的

PCB 组装工艺全程过程中保持封装的平整度是

关键。汉高的灵活固化剂技术可使特殊封装的塑

封料实现二级回流工艺过程中可能出现的反纠

正任何翘曲的配方设计，从而确保产品的高性能

和长期稳定性。另外，我们还创新性开发了可应

用于目前多功能记忆卡（MMC）和堆叠式封装

（PoP）的塑封料材料。Hysol 的 MMC 和 PoP

塑封料具有强大性能表现并满足这些元器件所

要求的异常低翘曲的需求。

塑封料

选型指南
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电子级塑封料

绿色环保产品

非绿色环保产品

电容器 电阻

HYSOL  GR2720HYSOL  GR2710

HYSOL  GR2820HYSOL  GR2811

HYSOL  GR2920HYSOL  GR2910

HYSOL  GR2320HYSOL  GR2310 HYSOL  GR2320HYSOL  MG40FS

HYSOL  GR2220HYSOL  GR2331 HYSOL  MG40F-0526

电子塑封料

封装 非绿色环保 绿色环保 主要特点

电容器 不适用

HYSOLGR2310

使用了一氧化锰的钽铌电容器标准材料HVSOL GR2320

HVSOL GR2331

HYSOL GR2220

是为基于一氧化锰的钽电容传统模压而设计的；

低成本；

高产量

HYSOL GR2710
低应力，适于导电聚合物自动模压以及 AO 电容器

HYSOL GR2720

HYSOL GR2811 超低应力；

高抗裂性，特别适于薄壁注塑导电聚合物自动模压HYSOL GR2820

HYSOL GR2910
非常低翘曲的精细填充，适于阵列模压以及薄壁注塑

HYSOL GR2920

电阻
HYSOL MG40FS

HYSOL GR2320 标准绿色环保材料
HYSOL MG40F 0526

选型指南

塑封料



3

分立元件 /  
通孔即插元件

轴向二极管 TO-92 桥式 TO220/247
TO-220F/
3P/126C

PDIP

HYSOL
KL-

5000HT

HYSOL 
KL-

5100HT

绿色环保产品

非绿色环保产品

HYSOL
KL- 

G500HT

HYSOL 
KL-

G510HT

封装 非绿色环保 绿色环保 主要特点

轴向二极管 HYSOL KL1000-3NP HYSOL KL-G100L 优良的成型性；拥有成本极低

TO-92 HYSOL KL1000-3LX HYSOL KL-G150 优良的成型性；拥有成本极低

HYSOL KL1000-3H HYSOL KL-G200

桥式 HYSOL KL1000-3AF HYSOL KL-G200 优良的成型性；拥有成本极低

TO220/247 HYSOL KL1000-3LX HYSOL KL-G450H 拥有成本极低

HYSOL KL-4500-1 HVSOL KL-G800H 可在回流温度 260℃条件下达到 JEDEC 3 级要求；0 分层要求

HYSOL KL-4000-1T HYSOL GR360A(FC) 优良的成型性；较低成本

HYSOL MG15F HYSOL GR15F-1 适用于高压应用

TO-220F/3PM26C HYSOL KL-5000HT HYSOL KL-G500HT 高导热性

HYSOL KL-5100HT HYSOL KL-G510HT 高导热性；优良的成形性；优异的电性能

PDIP HYSOL KL1000-3A HYSOL KL-G200 优良的成型性；较低成本

HYSOL KL1000-4T HYSOL KL-G400 优良的成型性；低引线弯曲性能

HYSOL KL-4000-1T HYSOL GR360A-ST

HYSOL GR640A 可在回流温度 260℃条件下达到 JEDEC 3 级要求

分立元件 / 通孔即插元件

HYSOL
KL1000-

3LX

HYSOL
KL-4500-1

HYSOL
KL-4000-

1T

HYSOL
MG15F

HYSOL
KL-G450H

HYSOL
KL-G800H

HYSOL
GR360A

(FC)

HYSOL
GR15F-1

HYSOL
KL1000-

3AF

HYSOL
KL-G200

HYSOL
KL1000-

3LX

HYSOL
KL1000-

3H

HYSOL
KL-G150

HYSOL
KL-G200

HYSOL
KL1000-

3NP

HYSOL
KL-G100L

塑封料
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HYSOL
KL1000-

3A

HYSOL
KL1000-4T

HYSOL
KL-4000-

1T

HYSOL
KL-G200

HYSOL
KL-G400

HYSOL
GR360A-

ST

HYSOL
GR640A
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非绿色环保产品

绿色环保产品

封装 非绿色环保 绿色环保 主要特点

SMX

HYSOL KL1000-3F HYSOL KL-G100L 优良的成型性；较低成本

HYSOL KL-G200S 可在回流温度 260℃条件下达到 JEDEC 1 级要求，并具有高性能

HYSOL KL-G100S 高可模压性，低拥有成本

SOT/SOD

HYSOL KL-4500S HYSOL KL-G800H 可在回流温度 260℃条件下达到 JEDEC1 级要求，并具有高性能

HYSOL KL-6500S HYSOL KL-G450HS 可在回流温度 260℃条件下达到 JEDEC 3 级要求，并具有高性能

HYSOL KL-6000S HVSOL GR640HV-L1

适合于高压应用

HVSOL GR640HV-S4

HYSOL KL-G680H 低应力；低粘度；优良抗引线弯曲性能；大操作窗口

KL6300S 低应力；优良的成形性；高可靠性；低拥有成本

D(2)PAK HYSOL KL-7000HA 低应力；低吸湿性

分立元件 / 表面贴装元件

SMX SOT/SOD D(2)PAK

HYSOL  KL-7000HAHYSOL  KL-4500S

HYSOL  KL-6500S

HYSOL  KL-6000S

HYSOL KL-6300S

HYSOL  KL-G800H

HYSOL  KL-G450HS

HYSOL  GR640HV-L1

HYSOL  GR640HV-S4

HYSOL KL-G680H

HYSOL KL-G100L

HYSOL  KL-G200S

HYSOL KL-G100s

HYSOL  KL1000-3F

分立元件 / 
表面贴装元件

选型指南

塑封料
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绿色环保产品

非绿色环保产品

封装 非绿色环保 绿色环保 主要特点

SOP

HYSOL KL-4500-1NT HVSOL KL-G450HCJ 可在回流温度 260℃条件下达到 JEDEC 3 级要求；较低成本

HVSOL KL-40DD-1T HYSOL KL-G730-2 可在回流温度 260℃条件下达到 JEDEC 3 级要求

QFP

HYSOL KL-7000HA
HYSOL KL-G730-2 
HYSOL KL-G680A

可在回流温度 260℃条件下达到 JEDEC 3 级要求

HYSOL GR869 低应力；低吸湿性；卓越抗焊锡回流能力；高可模压性

QFN 不适用 HYSOL KL-G900H
优良抗翘曲性能；
可在回流温度 260℃条件下达到 JEDEC 1 级要求

超级 QFN 不适用 HVSOL GR9810-1P 优良抗翘曲性能

高 HTSL 不适用 HYSOL GR725 在自动器件上具有高 HTSL 性能

IC 元件 / 引线框架元件

Super QFNSOP

HYSOL
GR9810-1P

HYSOL
GR725

IC 元件 / 引线框架元件

HYSOL
KL-4500-1NT

HYSOL
KL-G450HCJ

QFP

HYSOL
KL-7000HA

HYSOL
KL-G730-2

QFN

HYSOL
KL-G900H

HYSOL
KL-G680A

HYSOL 
GR869

High HTSL

HYSOL
KL-4000-1T

HYSOL
KL-G730-2

塑封料

选型指南
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封装 非绿色环保 绿色环保 主要特点

POP 不适用 HYSOLGR9810-1P 优良抗翘曲性能

MMC 不适用 HYSOLGR9851MTL 低成本 MMC 应用

BGA 不适用 HYS0LGR9810-1P 优良抗翘曲性能；优良抗引线弯曲性能

SIP 不适用 HYSOLGR9810-1P 优良抗翘曲性能；优良抗引线弯曲性能

IC 元件 / 层压封装

绿色环保产品

HYSOL
GR9810-1P

SIP

HYSOL
GR9810-1P

RGA

HYSOL
GR9851MTL

MMCPOP

HYSOL
GR9810-1P

IC 元件 / 层压封装

选型指南

塑封料
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电子级塑封料

产品 描述 压模
177℃线
性流动，
厘米

CTEa1，
PPM/℃

CTEa2，
PPM/℃

Tg, ℃

177℃下
的固化
时间 ，

秒

弯曲强
度，psi

弯曲模
量，psi

可激光
标记

HYSOL 
GR2220

一氧化锰帽传统压模 / 黑色 传统 101.6 19 60 162 30-45 18,500 2.4 x 106 否

HYSOL
GR2310

金色 / 非卤化模塑粉，适用于钽和陶瓷电
容，含铅或表面贴装传感器

传统 /
自动

68.6 22 75 166 30-45 20,500 2.1 x 106 是

HYSOL 
GR2320

黑色 / 非卤化模塑粉，适用于钽和陶瓷电
容，含铅或表面贴装传感器

传统 /
自动

76.2 20 75 170 30-45 19,900 1.9 x 106 是

HYSOL 
GR2710

金色 / 低应力 / 不含阻燃模塑粉末，适用
于钽电容和陶瓷电容，有引脚或表面贴
装传感器

传统 /
自动

88.9 13 45 161 45-60 19,000 2.6 x 106 是

HYSOL 
GR2720

黑色 / 低应力 / 不含阻燃模塑粉末，适用
于钽电容和陶瓷电容，有引脚或表面贴
装传感器

传统 /
自动

96.52 18 58 160 45-60 22,800 2.3 x 106 是

HYSOL 
GR2725

黑色低应力环氧树脂塑封料。为低 ESR
特别设计用于导电聚合物钽和 AO 电容。

传统 /
自动

139.7 17 60 170 30-45 20,000 2.0 x106 是

HYSOL
GR2811

金色 / 薄壁抗裂，低应力，快速循环时间
传统 /
自动

86.4 13 45 162 30-45 20,000 2.9 x 106 是

HYSOL
GR2820

金色 / 薄壁抗裂，低应力，快速循环时间
传统 /
自动

88.9 12 43 165 30-45 19,900 2.6 x 106 是

HYSOL
MG33F 
系列

黑色，环保“绿色环保”塑封料，特别
设计用于钽电容封装。低吸湿性，快速
循环时间下可优良成型，特别适用于自
动成型应用。

传统 /
自动

71.1 19 61 175 30-45 20,000 2.2 x 106 是

塑封料

产品数据
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绿色环保塑封料

产品 描述 导热率 MSL
线性流
动，厘米

热板凝胶
时间，秒

填充含
量 %

CTEa1, 
ppM/℃

Tg, ℃

HYSOL  
KL-G100

符合1 /4英寸可燃性等级，适用于桥式、轴向、
TO 封装和二极管。具有优良成型性和拥有成
本极低。

0.9 W/mK L1/260℃ 80 23 75 22 165

HYSOL  
KL-G100L

适用于 DO、TO 和桥式封装。具有优良成型
性和拥有成本极低。

1.1 W/mK L1/260℃ 100 26 78 22 165

HYSOL  
KL-G100S

环氧塑封料，具有出色属性并易于使用。 1.4 W/mK L1/260℃       80 20 77 22 175

HYSOL  
KL-G150

符合 1 /4 英寸可燃性等级，适用于桥式、和
TO 封装。具有优良成型性。

0.9 W/mK L1/260℃ 80 20 78 18 165

HYSOL  
KL-G200

符合 1 /4 英寸可燃性等级，适用于桥式、轴
向和 TO 封装。具有优良成型性和最低拥有成
本。

0.9 W/mK LI/260℃ 80 23 78 22 165

HYSOL  
KL-G200S

具有优良成型性和可靠性的同时，拥有成本
最低。且可实现高性能的 SMX 封装。

1.4 W/mK L1/260℃ 80 20 77 20 175

HYSOL  
KL-G400H

适用于 TO、ZIP、DIP、SDIP 封装，小型
SOIC 和 DPAK 封装，且不含溴和锑阻燃剂。
可低成本地获得高成型性和可靠性。

0.85 W/mK L3/260℃ 100 30 74 18 130

HYSOL KL-
G450H (CJ)

低应力和高可靠性塑封料，适用于 SOP、
SOJ 和 QFP 封装。不含溴和锑阻燃剂。

0.76 W/mK L3/260℃ 110 30 82 11 130

HYSOL  
KL-G450HS

低应力和高可靠塑封料，适用于 SOT 封装。
不含溴和锑阻燃剂。

0.7 W/mK L3/260℃ 65 27 82 15 165

HYSOL  
KL-G500HT

高导热率，适用于 TO-22OF/3PF 封装。 1.92 W/mK L3/260℃ 60 40 82 20 175

HYSOL  
KL-G510HT

高导热绿色环保塑封料，设计用于改善半导
体器件热传播属性。推荐用于需要高热传播
属性的隔离功率晶体管

2 W/mK N/A 38 35 83 20 160

HYSOL  
KL-G680H

高粘合力，超低应力。适用于 SOIC、QFP 封
装，不含溴和锑阻燃剂。

0.83 W/mK L1/260℃ 105 30 87 7 120

HYSOL KL-
G680HNT

具有高粘合力、超低应力的绿色环保塑封料，
适用于 DPAK、SOT、SOIC 和 QFP 封装，
不含溴和锑或磷系阻燃剂。

0.7 W/mK L3/260T 90 25 83.5 10 120

HYSOL  
KL-G730-2

高粘合力，超低应力、绿色环保塑封料，适
用于 SOIC、TSOP、D/D2PAK、QFP、L/
TQFP 封装。其低粘度特性可实现大操作窗
口的低引线弯曲成型。不含阻燃剂，符合 1/8
英寸阻燃等级。

0.82 W/mK LI/260℃ 145 35 86.5 7.8 95

HYSOL  
KL-G800H

高粘合力，超低应力，低粘度塑封料，适用
于高性能 SOT 和 SOD 封装。

0.85 W/mK L1/260℃ 115 28 87 7.5 125

产品数据

塑封料
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绿色环保塑封料

产品 描述 导热率 MSL
线性流
动，厘米

热板凝胶
时间，秒

填充含
量 %

CTEa1, 
ppM/℃

Tg, ℃

HYSOL  
KL-G900H

适用于 QFN 封装，且具有低引线弯曲和抗翘
曲性能，低 CTE 可确保高可靠性。低粘度。
不含溴和锑或磷系阻燃剂。

0.81 W/mK L1/260℃ 90 22 88 8 148

HYSOL 
GR15F-1

酸酐固化塑封料含球形填料，设计适用于需
要高压、高功率和 / 或高温性能的应用。

0.85 W/mK L1/260℃ 80 28 75 18 210

HYSOL 
GR15F-1P

酸酐固化塑封料含球形填料，设计适用于高
压应用。本品具有优异成型性和高产率。

0.85 W/mK L1/260℃ 61 20 74.4 15 218

HYSOL 
GR360A(FC)

高生产率塑封料，设计用于需要在高温条件
下具有良好电气稳定性的高压功率元件应用。
本品特别推荐用于要求高温度稳定性的功率
分立元件、高压整流器和其他半导体应用中，
它具有优良成型性和最低拥有成本。

0.8 W/mK L1/260℃ 69 28 80 13 163

HYSOL 
GR360A-F8

高生产率塑封料，设计用于需要在高温条件
具有优良电气稳定性和符合 1/8 英寸可燃等
级的高压功率元件应用。

0.9 W/mK L1/260℃ 64 35 79 16 165

HYSOL 
GR360A-ST

适用于晶体管，如二极管、TO 和 DIP 封装，
不含溴和锑阻燃剂。具有优良成型性和最低
拥有成本。

0.9 W/mK L1/260℃ 73 23 77 15 168

HYSOL 
GR640A

环氧树脂塑封料，不含溴和锑或磷系阻燃剂。
具有最低拥有成本和优良成型性、稳定性。

0.8 W/mK L3/260℃ 81 25 75 16 155

HYSOL 
GR640HV-L1

低应力塑封料，适用于 SOT、SOD 封装。具
有良好加工性能和高稳定性及最低拥有成本。
适用于高压应用。

0.8 W/mK L1/260℃ 58 23 75 16 158

HYSOL 
GR640HV-S4

低应力适用于 SOT 封装。不含溴和锑或磷系
阻燃剂。具有最低拥有成本和优良成型性、
稳定性。

0.8 W/mK L1/260℃ 79 24 72 18 175

HYSOL 
GR725LV-LS

设计用于电源 SO 和表面贴装分立元件封装。
适用于高温储存应用。

0.8 W/mK L1/260℃ 130 28 84 11 150

HYSOL 
GR750

具有氧化铝填料，对 TO-22OF/3PF 的热需求
情况可提供高导热率解决方案。低吸湿性和
低热膨胀，适用于应力敏感器件。

2.1 W/mK L1/260℃ 65 30 82 23 160

塑封料

产品数据
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绿色环保塑封料

产品 描述 导热率 MSL
线性流
动，厘米

热板凝胶
时间，秒

填充含
量 %

CTEa1, 
ppM/℃

Tg, ℃

HYSOL 
GR750-SC

使用球形晶体填料的高导热率塑封料，
设计用于改善半导体器件的热量管理。
对铜和铜合金具有高粘合力。本品特别
推荐用于隔离功率晶体管。

2.1 W/mK L1/260℃ 45 26 81 20 155

HYSOL
GR750HT-25

使用全氧化铝填料的高导热率塑封料，
设计用于改善半导体器件的导热性能。
对铜和铜合金表现出极好的粘合力。本
品特别推荐用于有高散热要求的隔离功
率晶体管。

2.7 W/mK Ll/260℃ 55 34 86 15 140

HYSOL 
GR828D

超低应力和高粘合力塑封料，设计用于
无铅精加工的 SOIC、TSOP 和 QFP 封
装。特别适用于要求在大操作窗口下进
行银粘合成型的封装加工。

1 W/mK L1/260℃ 100 26 88 9 135

HYSOL 
GR828FC

低应力塑封料，设计用于使用镍 / 钯和
铜引线框架的 SOIC、TSOP 和 QFP 封
装。表现出极大的栅极漏电流性能。

0.9 W/mK L1/260℃ 86 25 84 12 135

HYSOL 
GR838LC

低应力、优异栅极漏电流性能。特别设
计用于 DPAK/D2PAK 封装。

0.9 W/mK L1/260℃ 90 26 83 8.8 125

HYSOL
GR869

超低应力、高粘合力塑封料，设计用于
应用无铅精加工的 QFP 和大型 SOIC 封
装。本品具有广泛的成型工艺窗口和强
大的可靠性。

0.8 W/mK L1/260℃ 105 28 86.5 10 110

HYSOL 
GR9810-1P

先进环氧树脂塑封料，开发用于满足堆
叠式封装器件的严格封装需求。本品表
现出先进的翘曲控制特性；这些特性使
得可根据基树脂化学品的变化而变更封
装要求，从而可从大范围封装图形中得
到最佳抗翘曲特性。本品表现出比标准
绿色环保复合化学品更长的线性流动和
更优的室温工作寿命。“绿色环保”无
阻燃剂，且满足 1/4 英寸可燃等级。

0.9 W/mK L3/260℃ 130 32 85 11 170

HYSOL 
GR9851MTL

先进环氧树脂塑封料，开发用于满足记
忆卡器件的封装要求。本品表现出出色
的翘曲控制性、长线性流动和非常低的
引线弯曲特性。“绿色环保”无阻燃剂，
且满足 1/4 英寸可燃等级。它具有优异
的收缩特性、高玻璃化转变温度（Tg），
适用于需要优良空间稳定性的应用。

0.9 W/mK L3/260℃ 223.5 45 85.5 13 160

产品数据

塑封料
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非绿色环保塑封料

产品 描述 导热率 MSL
线性流
动，厘米

热板凝胶
时间，秒

填充含
量 %

CTEa1, 
ppM/℃

Tg, ℃

HYSOL 
KL1000-3A

适用于 ZIP、SIL 和 DIP 封装，具有高成型性
和稳定性，并具有最低拥有成本。

1.3 W/mK L3/235℃ 80 23 75 25 165

HYSOL 
KL1OOO-
3AF

低应力塑封料，适用于 KBU 和 GBU、TO 封
装，具有优良成型性和可靠性。

1.2 W/mK L3/235℃ 80 17 74 25 160

HYSOL 
KL1000-3H

适合于二极管和 TO 封装，具有优良成型性和
可靠性。

1.4 W/mK L3/235℃ 70 23 76 24 170

HYSOL 
KL1000-3LX

具有优良成型性和可靠性及最低拥有成本。
尤其适用于桥式、轴向和 TO 封装。

1.3 W/mK L3/235℃ 75 23 75 24 165

HYSOL 
KL1OOO-
3NP

具有优良成型性和最低拥有成本。尤其适用
于分立元件封装。

1.45 W/mK L3/235℃ 75 20 76 25 172

HYSOL 
KL1000-4T

具有优良成型性和可靠性及最低拥有成本。 1.3 W/mK L3/235℃ 85 23 75 24 160

HYSOL  
KL-2500-1K

低应力塑封料，适用于 TO 和 DIP 封装，具
有优良成型性和可靠性。

0.9 W/mK L3/235℃ 100 22 75 19 145

HYSOL  
KL-4000-1T

具有优良成型性和最低拥有成本。 0.7 W/mK L3/235℃ 65 25 73 17 160

HYSOL  
KL-4500-1

低应力，低粘度。 0.75 W/mK L3/235℃ 91 25 74 16 160

HYSOL KL-
4500-1NT

低应力和高稳定性塑封料，设计用于无铅精
加工的 QFP 封装。具有广泛的成型工艺窗口
和强大的可靠性特性。

0.7 W/mK L3/235℃ 90 26 78 14 150

HYSOL  
KL-5000HT

含氧化铝填料，对 TO-22OF/3PF 热需求有高
导热解决方案。低吸湿性和低热膨胀，适用
于应力敏感器件。

1.9 W/mK L3/235℃ 50 32 83 22 155

HYSOL  
KL-5100HT

高导热塑封料，设计用于改善半导体器件热
传播属性。推荐用于需要高热传播属性的隔
离功率晶体管。

2 W/mK N/A 38 35 83 20 160

HYSOL  
KL-6300S

环氧塑封料，具有出色产品性能并且易于使

用。这一材料满足 260℃回流温度下 JEDEC 
1 级要求。

0.8 W/mK L1/260℃ 58 23 75 15 158

HYSOL  
KL-65OOS

低应力塑封料，适用于 SOT、SOD 和 SQIC
封装。具有良好加工性能和高稳定性。

0.7 W/mK L1/235℃ 110 28 78 11 150

HYSOL  
KL-7000HA

高粘合力和高强度塑封料，适用于 SOT、
SSOP和QFP封装。具有超低应力、低吸湿性、
高纯度和高稳定性。其低粘度特性可使之具
有低引线弯曲特性。

0.8 W/mK L1/235℃ 110 30 84 9 130

塑封料

产品数据
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非绿色环保塑封料

产品 描述 导热率 MSL
线性流
动，厘米

热板凝胶
时间，秒

填充含
量 %

CTEa1, 
ppM/℃

Tg, ℃

HVSOL
MG15F

酸酐固化塑封料，特别设计用于需要在
高温条件下具有良好电气稳定性的高压
功率器件应用中的。本品特别推荐用于
到目前为止，只有硅塑封料能满足要求
的功率分立元件、高压整流器和其他应用。

0.7 W/mK L1/235℃ 65 20 70 23 150

HYSOL
MG15F-
0140R

酸酐固化塑封料，特别设计适用于需要
在高温条件下具有良好电气稳定性的高
压功率器件应用。本品特别推荐用于功
率分立元件、高压整流器和其他应用。

0.7 W/mK LI/235℃ 60 20 70 20 195

产品数据

塑封料
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